sp@ce*net - Document Bibliography and Abstract 



Page 1 of 1 



Glass-c ramie hotplate 



Patent Number: 
Publication date: 
Inventor(s): 
Applicant(s): 



DE31 05065 
1982-08-19 

ABDIN SAMIR DR ING (DE) 
LICENTIA GMBH (DE) 



Requested Patent: □ QE31 05065 
Application Number: DE1 981 31 05065 19810212 
Priority Number(s): DE1 981 31 05065 19810212 
IPC Classification: H05B3/74 
EC Classification: H05B3/74R 
Equivalents: 



A glass-ceramic (2) hotplate (1) which is heated by an electrical heating element (6). In order to create a glass-ceramic 
hotplate (1) which satisfies the specified requirements with respect to the dissipation current and high-voltage dielectric 
strength completely and entirely even at a raised temperature, a metallic layer (4) is applied on the underneath (3) of the 
glass-ceramic plate (2), which metallic layer (4) is covered with respect to the electrical heating element (6) by an insulating 



layer (5), and is earthed. 
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Kochplatte aus Glaakeramik 



Kochplatte (1) aus Glaskeramik (2), die von einem eiektri- 
schen Heizelement (6) beheizt wird. Zwecks Schaffung einer 
Glaskeramik-Kochptatte (1), welche die vorgeschriebenen 
Anforderungen hinsichtlich des Abtettstromes und der Hoch- 
spannungsfestigkeit aucn bei erhohter Tempersiur voll und 
ganz erfullt, ist auf der Unterseite (3) der Glaskeramik-Platte 
(2) eine metallische Schicht (4) aufgebracht. die durcri eine 
Isolierschicht (5) gegenuber dem elektrischen Heizelement (6) 
abgedeckt und die geerdet ist. (31 05 065) 
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Patentanspruche 



(1^ Kochplatte aus Glaskeramik, die von einem elektri- 
schen Heizelement beheizt wird, dadurch gekennzeichnet , daB 
auf der Unterseite (3) der G-laskeramik-Platte (2) eine me- 
tallische Schicht (4) auf p;ebracht ist, die durch eine Iso- 
lierschicht (5) gegeniiber dem elektrischen Heizelement (6) 
abgedeckt ist, 

2. Kochplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die metallische Schicht (4) geerdet ist. 

3. Kochplatte nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB fiir die metallische Schicht (4) ein Werkstoff 
gewahlt ist, dessen Warmeausdehnungskoef f izient (cC) gleich 
oder zumindest groBer ist als der Warmeausdehnungskoef f i- 
zient C ) der benachbarten Isolierschicht (5)- 

4. Kochplatte nach Anspruch 1 Oder einem der folgenden, 
dadurch gekennzeichnet, daB die metallische Schicht (4) im 
Aufdampf- oder im Spritzverf ahren aufgebracht ist. 
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Kochplatte aus Glaskeramik 



Die Erfindung betrifft eine Kochplatte aus Glaskeramik, 
die von einem elektrischen Heizelement beheizt wird. 

Eine Kochplatte dieser Art ist Ge^enstand der DE-OS 25 18 9^9 
Es ist bekarmt, daB Glaskeramik bei Rauurtemperatur an sich 
ein guter Isolator ist. Hit Erreichen einer Platten-Tempe- , 
ratur von ca. 300°C nimmt jedoch bei diesen Glaskeramik- 
Kochplatten die elektrische Leitfahigkeit zu, weil der 
Glaskeramik-Widerstand mit weiter steigender Platten-Tempe- 
ratur sehr rasch abnimmt. Die Folge davon ist, daB ab einer 
bestimmten Kochplatten-Temperatur solche Glaskeramik-Koch- 
platten din einscblaa;ip;en Ahf orderungen beziiglich Ableit- 
strom und Hochspannunp;nfestigkeit nicht mehr erfiillen. 

Aufgabe der Erfindung ist es deshaLb, eine Kochplatte aus 
Glaskeramik zu schaffen, welche die vorbeschriebenen Anf or- 
derungen hinsichtlich des Ableitstromes und der Hochspan- 
nungsfestigkeit auch bei erhohter Temperatur, die bis etwa 
700°C gehen kann, voll und ganz erf iillt. 
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Die . erf indungsgemalie Losung dieser Aufgabe ist dem kenn- 
zeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 zu entnehmen. 

ZweckmaSige weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind in 
den Unteranspriichen angegeben. 

Durch den vorgeschlagenen Glaskeramik-Kochplatten-Aufbau 
ergibt sich vor allem eine kompakte bzw. integrierte Koch- 
platte, die sich durch eine besonders hohe Hochspannungs- 
festigkeit im gesamten Betriebstemperaturen-Bereich aus- 
zeichnet und damit die VDE-Anf orderungen hinsichtlich der 
Betriebssicherheit vor alien auch bei hoheren Betriebstem- 
peraturen voll und gariz erfiillt. 

Ein Ausfuhrungsbei spiel der Erfindung ist in der Zeichnung 
dargestellt und wird an Hand dieser nachfolgend naher be- 
schrieben. Die Zeichnung zeigt eine Glaskeramik-Kochplatte 
im Schnitt . 

Die in der Zeichnung dar^estellte Kochplatte 1 besteht aus 
einer das Kochgeschirr tragenden Gl askeramik-Platte 2, einer 
deren Unterseite 5 zugeordneten geerdeten metallischen 
Schicht 4, eine die Metallschicht 4 abdeckenden keramischen 
Isolierschicht 5 und einen gegen die Unterseite der Isolier- 
schicht 5 gedrlickten elektrischen Heizelement 6- Das Heiz- 
element 6 kann gestanzt, aufgedampft Oder im Spritzverf ahren 
hergestellt sein. 

Die meta.liische Schicht '+ an bzw. auf der Unterseite 3 der 
Glaskeramik-Platte 2 wird dort zwecks Anpassung der ther- 
mischen Spannunp; zwischen der Glaskeramik-Platte und der 
Isolierschicht 5 durch ein Aufdampf- Oder Spritzverf ahren 
aufgebracht. Dabei ist es von besonderem Vorteil einen 
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solchen Werkstoff fiir die metailische Schicht 4- zu wahlen, 
dessen Warmeausdehnungskoef f izient gleich Oder zumindest 
grofier als der Warineausdehnungskoef fizient cC der Isolier- 
schicht 5 ist. Aur diese Weise wird erreicht., daB die Iso- 
lierschicht 5 in der kritischen Abkiihlphase unter Druck- 
einwirkimg gesetzt wird. Da solche Isolierschicht en be- 
• karintlich g^genuber bruckbeanspruchungen wesehtlich bes'tan- 
diger als gegeniiber Zugbeanspruchuagen ' sind,- wird durch die- 
se MaBnahme deren Haltbarkeit wesentlich erhoht. Durch die 
Erdung der metallischen Schicht 4 ist zur Erfiillung der 
VDE-Forderungen hinsichtlich des Ableitstromes und der Hoch- 
spannungsf estigkeit nur eine auBerst diinne Isolierschicht 5 
erforderlich. Das Aufbringen einer diinnen Isolierschicht 
bereitet sudem auch weniger Schwierigkeiten. Die Dicke der 
Isolierschicht 5 mufl aber immer noch so bemessen sein, daB 
durch diese jeder Spannungsdurchschlag verhindert wird- Auch 
die Isolierschicht 5 kann auf der metallischen Schicht 4 
zwecks Erzielung einer guten Dichte und Haftung in bekann- 
ter Weise durch Aufdampfen Oder Aufspritzen aufgebracht 
werden. 
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